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印制板操作和贮存指南

1 前⾔

1.1 背景 长期以来，印制板行业都是依赖军用规范和指南来定义保护印制板在运输和贮存过程中

的质量和可靠性的包装方法。然而，这些文件中有很多文件已经作废、不完善、不适用于无铅组装

制程，或不能涵盖新型的板材或最终涂覆层。此外，新型的最终涂覆层也引入了一些问题，为了保

护涂覆层和保证良好可焊性，对印制板的包装和操作也提出了新的要求。

1.2 范围 本文件提出了针对印制板的适当操作、包装材料和方法、环境条件和贮存的建议。这些

指南是为了保护印制板，避免其受到污染、物理损伤、可焊性降低、静电放电（必要时）和吸潮。

印制板内的层压板吸收的湿气在焊接过程中会膨胀，在某些情况下，因温度而造成的蒸汽压力可造

成印制板内部分层或在金属化孔的孔壁和其他结构上产生大量应变。这些情况在无铅焊接的高温下

更具挑战性。

本文件覆盖了从印制板裸板的制造到运输、接收、贮存、组装和焊接的所有阶段。本指南可与已有

的最终涂覆层标准例如IPC-4550系列文件一起使用，但IPC-4550系列文件中的要求优先于本指南。

1.3 应⽤ 本文件的目标用户包括印制板设计、制造、组装、运输、贮存和可能的质量保证行为等

所有阶段涉及到的用户。本文件的信息由所有以上这些用户，以及材料和设备的供应商提供。

1.4 术语及定义 本文件中所有术语的定义均应当与IPC-T-50一致并符合1.4.1节至1.4.6节的规定。

1.4.1 湿度指⽰卡（HIC）印有湿敏化学物质的卡片，当超过了标明的相对湿度时，化学物质会明
显地改变颜色，通常是由蓝色（干燥）变为粉红色（潮湿）。HIC和干燥剂一起包装在隔潮袋中，可
以帮助确定潮湿敏感器件或印制电路板受潮的程度。

1.4.2 隔潮袋（MBB）旨在阻碍水汽渗透的袋子，用于包装潮湿敏感器件。隔潮袋是由低水汽渗透
率（见4.2.1节）的材料制成。

1.4.3 次级压合板 在顺序层压中，一种已经被压合在一起且超过2层的结构；它将经过后续工序与
其他层压合在一起形成完整的印制板。

1.4.4 ⽔汽渗透率（WVTR）对塑料膜或金属化塑料膜材料的湿气渗透性的量度，是隔潮袋的重要
评定指标。

1.4.5 ⽆硫 不含有腐蚀性硫化物的化学物质，如H2S或SO2。

1.4.6 ⼲燥包装 将干燥剂材料、湿度指示卡（HIC）和印制板一起放入隔潮袋（MBB）内并密封
的包装方式。

2 引⽤⽂件

2.1 IPC1

IPC-HDBK-001 J-STD-001补充手册与指南

IPC-T-50 电子电路互连与封装术语及定义

1. www.ipc.org
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